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Abstract (en)
[origin: ES8704554A1] Baths for chemical polishing of stainless steel surfaces, comprising, in aqueous solution, a mixture of hydrochloric acid,
phosphoric acid and nitric acid, ferricyanide complex ions and an additive capable of decomposing nitrous acid. The baths can be used in particular
for chemical polishing of heat exchangers with a very large exchange surface.

Abstract (fr)
Bains pour le polissage chimique de surfaces en acier inoxydable comprenant, en solution aqueuse, un mélange d'acide chlorhydrique, d'acide
phosphorique et d'acide nitrique, des ions complexes ferricyanure et un additif capable de décomposer l'acide nitreux.Les bains sont notamment
utilisables pour le polissage chimique d'échangeurs de chaleur à très grande surface d'échange.
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